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(54) Bezeichnung: Elektrisch leitfihiger Kontaktstift zum Einpressen in eine Offnung einer Leiterplatte sowie elek-
trische Baugruppe mit einem solchen Kontaktstift

(57) Zusammenfassung: Es wird ein elektrisch leitfahiger A , 1
massiver Kontaktstift (1) zum Einpressen in eine Offnung
(2) einer Leiterplatte (9), insbesondere fiir nicht metallisier-
te Offnungen von CEM-Leiterplatten vorgestellt, wobei die
Offnung (2) der Leiterplatte vorgegebene Abmale (D2) hat
und der Kontaktstift (1) zumindest in einem Teilbereich zum
Ausbilden einer Pressverbindung ein definiertes Ubermaf
(D1.1 > D2) gegeniiber den AbmaRen (D2) der Offnung
hat. Die einflihrbare Lange (1) des Kontaktstifts (1) ist gro-
Rer als die Tiefe (12) der Offnung (2), so daR der Kontaktstift
(1) im eingepressten Zustand durch die Leiterplatte (2) hin-
durch in EinfGhrrichtung Gbersteht.

Erfindungsgemal ist vorgesehen, dass der Kontakistift (1)
nur Uber eine erste Teillange (11.1) ein UbermaR (D1.1) ge-
geniiber der Offnung (2) aufweist und in Einfiihrrichtung vo-
ranliegend eine zweite Teillange (11.2) mit einem Untermal}
(D1.2 < D2) aufweist, welches kleiner ist als das Abmalf} der
Offnung (D2), wobei die erste Teillange (11.1) kleiner als die
Tiefe (12) der Offnung (2) der Leiterplatte ist, so daR nach
dem Einfiihren zumindest ein Teil des zweiten Teilbereichs
(11.2) in der Offnung verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrisch leitfahi-
gen Kontaktstift zum Einpressen in eine Offnung ei-
ner Leiterplatte gemaR dem Oberbegriff von An-
spruch 1 sowie elektrische Baugruppe mit einem sol-
chen Kontaktstift.

Stand der Technik

[0002] Derartige Einpresskontaktstifte werden mas-
siv aus einem Vollstiick oder elastisch durch Ausge-
staltung von Federdffnungen ausgebildet. Die Off-
nung der Leiterplatte hat dabei vorgegebene Abma-
Re, also bei den in der Regel vorgesehenen runden
Offnungen einen Durchmesser. Der Kontaktstift weist
demgegeniber zumindest in einem Teilbereich zum
Ausbilden einer Pressverbindung ein definiertes
UbermaR gegeniiber den AbmaRen der Offnung auf,
was eine Presspassung definiert. In der Regel ist zu-
dem die einfuhrbare Lange des Kontaktstifts grofier
ist als die Tiefe der Offnung, so daR der Kontaktstift
im eingepressten Zustand durch die Leiterplatte hin-
durch in Einflhrrichtung Ubersteht.

[0003] Insbesondere bei massiven Kontaktstiften
treten an Leiterplatten, insbesondere an Leiterplatten
aus CEM- oder FR4-Materialien, Verformungen im
Randbereich der Offnungen aufgrund der Kréfte beim
Einpressen auf. Insbesondere bei nicht durchkontak-
tierten Offnungen besteht dann die Gefahr, dass mit
die auf der in Einflihrrichtung des Kontaktstifts entge-
gengesetzten Seite liegende Leiterbahn nicht kontak-
tiert wird. Insbesondere kdnnen auch Bereiche des
dielektrischen Grundmaterials der Leiterplatte beim
Einpressen in Einpressrichtung zwischen den Kon-
taktstift und die Leiterbahn der Leiterplatte gescho-
ben werden. Da das dielektrische Grundmaterial
selbst bei einem Loétprozess nicht benetzungsfahig
ist, kann eine Kontaktierung dann nicht aufgebaut
werden.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kontakt-
stift anzugeben, der diese Probleme umgeht. Diese
Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1
geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unter-
ansprichen zu entnehmen. Zudem soll eine elektri-
sche Baugruppe mit einer sicheren Kontaktierung
auch fir solche Leiterplatten angegeben werden.

Ausfihrungsbeispiel
[0005] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Figuren und Ausflihrungsbeispielen naher erlautert.

Es zeigen:

[0006] Fig. 1 Baugruppe mit einem erfindungsge-
malfen Kontaktstift
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[0007] Fig. 2 Kontaktstift und Leiterplatte vor dem
Einpressen

[0008] Zur Vermeidung der Verformungen und da-
mit ggfs. einhergehenden elektrischen Kontaktprob-
leme weist der Kontaktstift nur Gber eine erste Teillan-
ge 11.1 ein Ubermal gegeniiber den AbmaRen der
Offnung 2 auf, d.h. der gegeniiber dem Durchmesser
D2 der Offnung groRere Durchmesser D1.1 erstreckt
sich nur Uber einen Teil des Kontaktstifts und es ist in
Einfihrrichtung voranliegend eine zweite Teillange
(11.2) mit einem Untermal’ (D 1.2 < D2) vorgesehen,
welches kleiner ist als das AbmaR der Offnung (D2).

[0009] Die erste Teillange 11.1 ist dabei kleiner als
die Tiefe 12 der Offnung 2 der Leiterplatte, so daR
nach dem Einflihren zumindest ein Teil des zweiten
Teilbereichs 11.2 in der Offnung verbleibt. Dadurch
wird sichergestellt, dal es auch bei massivem Kon-
taktstiften zu keiner oder einer deutlich geringeren
Verformung der Leiterplatte beim Einpressen kommt.
Nach dem Einpressen verbleibt so zwischen dem
Kontaktstift 1 und der Offnung 5 im unteren Randbe-
reich ein Zwischenraum 7, der bei sinnfalliger Dimen-
sionierung ausreichend ist, um ein Aufsteigen von Lot
8 in diesen Zwischenraum 7 zu ermdglichen.

[0010] Die einflhrbare Lange |11 des Kontaktstifts 1
wird durch den aus dem Kontaktstift ausgeformten
Anschlag 1.3 begrenzt, wobei dieser vorzugsweise
zur besseren Kraftverteilung zumindest an zwei Sei-
ten axial symmetrisch oder umlaufend ausgebildet
ist.

[0011] Der zweite Teilbereich 11.2 weist in der ge-
zeigten Ausgestaltung einen Ubergangsbereich zum
ersten Teilbereich 11.1 auf, in welchem eine stetige
Verjingung erfolgt. Dadurch kénnen ein Verkanten
beim Einflihren verhindert und eine relative konzent-
rische Ausrichtung des Kontaktstifts 1 zur Offnung 2
ermoglicht werden.

[0012] Ein derartiger Kontaktstift wird vorzugsweise
durch Schwall-Léten auf der der Einfihrrichtung des
Kontaktstifts entgegengesetzten Seite mit der Leiter-
platte verbunden. Der besondere Vorteil dieses Kon-
taktstifts zeigt sich bei der Betrachtung einer entspre-
chenden Verbindung, welche in Fig. 1 skizziert ist.
Dort ist deutlich die geringere Verformung im unteren
Randbereich der Offnung 2 der Leiterplatte und die
Ausbildung einer guten Létverbindung auf der Unter-
seite durch EinflieRen des Lots wahrend des
Schwalllétens zu erkennen, wobei gerade kaum die-
lektrisches Leiterplattenplattenmaterial 9 in diesem
Randbereich verformt, zumindest nicht bis in den Be-
reich zwischen Kontaktstift und Leiterbahn 6 ge-
bracht wird, so dass auch keine Benutzungsproble-
me auftreten.

[0013] Ein derartiger Kontaktstift kann fur die Anbin-
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dung elektrischer Bauelemente einer elektrischen
Baugruppe an einer Leiterplatte genutzt werden, wo-
bei zumindest ein Bauelement entsprechende Kon-
taktstifte 1 aufweist und die Kontaktstifte 1 auf der in
Einflhrrichtung entgegengesetzten Seite der Leiter-
platte durch Schwall-Léten mit einer Leiterbahn 6 der
Leiterplatte 9 elektrisch verbunden sind.

[0014] Zudem eignet sich ein derartiger Kontaktstift
fur die Ausbildung einer Verbindung zwischen elektri-
schen Leiterbahnen 3, 6 auf der Ober- und Unterseite
einer Leiterplatte, indem der Kontaktstift 1 in eine Off-
nung 2 von Kontaktzonen der Leiterbahnen 3, 6 auf
der Ober- und Unterseite der Leiterplatte 9 einge-
presst ist. Der Anschlag 1.3 des Kontaktstifts (1) be-
ruhrt dabei auf der in Einfihrrichtung liegenden Seite
die dort befindliche Kontaktzone der Leiterbahn 3,
wahrend der Kontaktstift 1 auf der in Einfuhrrichtung
entgegengesetzten Seite durch Schwall-Léten mit
der dort liegenden Kontaktzone der Leiterbahn 6
elektrisch verbunden ist.

[0015] Derartige elektrische Baugruppen konnen
mit einer Leiterplatte 9 aus preiswertem Material, ins-
besondere CEM1, CEM3 oder FR4 aufgebaut sein,
die bisher fir Baugruppen mit Einpre3-Kontaktstiften,
insbesondere massiven Kontaktstiften ungeeignet
waren. Die Offnung 2 in der Leiterplatte 9 braucht da-
bei nicht metallisiert zu sein und kann in der Leiter-
platte 9 gestanzt werden.

[0016] Gerade fir diese preiswerten Leiterplatten
kdnnen durch die vorgeschlagenen Kontaktstifte in
Verbindung mit dem Schwallldtprozel auf der Unter-
seite deutliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Patentanspriiche

1. Elektrisch leitfahiger Kontaktstift (1) zum Ein-
pressen in eine Offnung (2) einer Leiterplatte (9), ins-
besondere fiir nicht metallisierte Offnungen, wobei
—die Offnung (2) der Leiterplatte vorgegebene Abma-
Re (D2) hat und der Kontaktstift (1) zumindest in ei-
nem Teilbereich zum Ausbilden einer Pressverbin-
dung ein definiertes UbermaR (D1.1 > D2) gegeniiber
den AbmaRen (D2) der Offnung hat und
—die einflhrbare Lange (I1) des Kontaktstifts (1) gro-
Rer ist als die Tiefe (12) der Offnung (2), so daRk der
Kontaktstift (1) im eingepressten Zustand durch die
Leiterplatte (2) hindurch in EinfUhrrichtung Ubersteht,
dadurch gekennzeichnet, da
— der Kontaktstift (1) nur Uber eine erste Teillange
(11.1) ein UbermaR (D1.1) gegeniiber der Offnung (2)
aufweist und
—in Einfuhrrichtung voranliegend eine zweite Teillan-
ge (11.2) mit einem Untermal} (D1.2 < D2) aufweist,
welches kleiner ist als das AbmaR der Offnung (D2),
— wobei die erste Teillange (11.1) kleiner als die Tiefe
(12) der Offnung (2) der Leiterplatte ist, so daR nach
dem Einfihren zumindest ein Teil des zweiten Teilbe-
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reichs (11.2) in der Offnung verbleibt.

2. Kontaktstift nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® ein Anschlag (1.3) vorgesehen ist, wel-
cher die einfihrbare Lange (1) des Kontaktstifts (1)
begrenzt.

3. Kontaktstift nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dal} der zweite Teilbereich (11.2) ei-
nen Ubergangsbereich zum ersten Teilbereich (11.1)
aufweist, in welchem eine stetige Verjliingung erfolgt.

4. Elektrische Baugruppe bestehend aus einer
Leiterplatte (2) und elektrischen Bauelementen, wo-
bei zumindest ein Bauelement Kontaktstifte (1) nach
einem der vorangehenden Anspriche aufweist und
die Kontaktstifte (1) auf der in Einfuhrrichtung entge-
gengesetzten Seite durch Schwall-Léten mit einer
Leiterbahn (6) der Leiterplatte (9) elektrisch verbun-
den sind.

5. Elektrische Baugruppe bestehend aus einer
Leiterplatte (2) mit elektrischen Leiterbahnen (3, 6)
auf der Ober- und Unterseite, wobei eine elektrische
Verbindung zwischen Leiterbahnen (3, 6) auf der Ob-
er- und Unterseite durch zumindest einen Kontaktstift
(1) nach Anspruch 2 erfolgt,

— indem der Kontaktstift (1) in eine Offnung (2) von
Kontaktzonen der Leiterbahnen (3,6) auf der Ober-
und Unterseite der Leiterplatte (9) eingepresst ist,

— wobei der Anschlag (1.3) des Kontaktstifts (1) auf
der in Einflhrrichtung liegenden Seite die dort befind-
liche Kontaktzone der Leiterbahn (3) bertihrt und

— der Kontaktstift (1) auf der in Einfuhrrichtung entge-
gengesetzten Seite durch Schwall-Léten mit der dort
liegenden Kontaktzone der Leiterbahn (6) elektrisch
verbunden ist.

6. Elektrische Baugruppe nach einem der voran-
gehenden Anspriiche 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal eine Leiterplatte (9) aus CEM- oder
FR4-Material verwendet wird.

7. Elektrische Baugruppe einem der vorangehen-
den Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal}
die Offnung (2) in der Leiterplatte (9) nicht metallisiert
ist.

8. Elektrische Baugruppe einem der vorangehen-
den Anspriiche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dal}
die Offnung (2) in der Leiterplatte (9) gestanzt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

F1G.1
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